
部品関連ソリューションサービス
⾧年のICT機器開発における電子部品*1の選定/評価で培った技術とノウハウでお客様のQCD向上に貢献いたします。

*1:回路部品(抵抗,コンデンサ等), 半導体部品(LSI,個別半導体,FPGA,メモリ), 機構部品(コネクタ,ケーブル), 電源モジュール, 光/電気伝送モジュール
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*2: EOL: End Of Life（生産終息通知）
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サブボードの切り替えで
多品種のメモリ評価が可能

不揮発性メモリ評価システム

商品・サービスについてのお問い合わせは
NTTデバイスクロステクノロジ株式会社 設計支援サービス統括部

https://www.ntt-innovative-devices.com/nxtec/
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